OFweek可穿戴设备网

盘点可穿戴设备八大主流上游芯片厂商

　　要问2014科技界的热点是什么，可穿戴设备定是其中之一。尽管2014年的可穿戴市场还没有真正起飞，但各大厂商都在积极布局，以期在竞争激烈的可穿戴市场中占得一席。而在即将到来的2015年，可穿戴市场或将迎来更大变革，在新一轮的可穿戴设备芯片战引爆前，我们先来了解一下目前主流的几家可穿戴设备芯片供应商情况如何。

　　1、芯片公司：TI
　　产品线：MCU，Sensor，BT，Wifi，微投DLP，无线充电，电源管理

　　优势：产品线、客户资源丰富，本地支持较好。

　　不足：除CC2540/41应用较多，其他产品用在可穿戴市场不多或还未有应用。

　　策略：早前推出Sensor Tag应用于无线传感应用，未来继续推出更多产品针对IOT应用。


　　德州仪器（Texas Instruments），简称TI，是全球领先的半导体公司，为现实世界的信号处理提供创新的数字信号处理(DSP)及模拟器件技术。除半导体业务外，还提供包括传感与控制、教育产品和数字光源处理解决方案。TI总部位于美国德克萨斯州的达拉斯，并在25多个国家设有制造、设计或销售机构。

　　2、芯片公司：Broadcom
　　产品线：BT(SOC)，Wifi，GPS，NFC，Smart Bridge，实现BT和Wifi互联转换，无线充电，应用处理器AP

　　优势：产品线、客户资源丰富，无线连接市场优势明显。

　　不足：缺乏传感类产品。

　　策略：定位做可穿戴Turnkey方案商。与香港科技大学、InvenSense等公司合作，加强产品之间协同合作，如算法和SDX。
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　　Broadcom Corporation （博通公司）是全球领先的有线和无线通信半导体公司。其产品实现向家庭、办公室和移动环境以及在这些环境中传递语音、数据和多媒体。Broadcom 为计算和网络设备、数字娱乐和宽带 接入产品以及移动设备的制造商提供业界最广泛的、一流的片上系统和软件解决方案。

　　3、芯片公司：Silicon Labs
　　产品线：MCU，Sensor（温湿度，UV）

　　优势：MCU低功耗，产品成功案例较多。

　　不足：除低功耗MCU，其他产品应用不多。

　　策略：补充完善可穿戴产品线，SoC产品即将推出。
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　　Silicon Labs是由Nav Sooch、Dave Welland和Jeff Scott在1996年于美国德州奥斯汀 (Austin， Texas) 成立，专门开发世界级的混合信号器件。今天，公司已成为营运、销售和设计活动遍及世界各地资本额约5亿美元的上市跨国公司，并且在各种混合信号产品领域居于领先地位。

　　4、芯片公司：ST
　　产品线：MCU，Sensor

　　优势：可穿戴布局较早，MCU客户基础好，惯性传感器技术领先，被多家国际品牌采用，环境传感器也已量产。

　　不足：缺乏无线连接类产品。

　　策略：ST有全线MCU和传感器产品，可针对不同细分市场提供不同方案。下一步产品方向，集成度更好，尺寸、功耗更小。
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　　ST，也即意法半导体，是全球最大的半导体公司之一，2011年净收入97.3亿美元。以业内最广泛的产品组合著称，凭借多元化的技术、尖端的设计能力、知识产权组合、合作伙伴战略和高效的制造能力，意法半导体通过提供创新型半导体解决方案为不同电子应用领域的客户提供服务。意法半导体（ST）成立于1987年，是意大利SGS微电子公司和法国汤姆逊（Thomson）半导体合并后的新企业。1998年5月，SGS-THOMSON Microelectronics将公司名称改为意法半导体有限公司（STMicroelectronics）。

　　5、芯片公司：Freescale
　　产品线：MCU，Sensor，SensorHub（MCU+G）

　　优势：MCU和Sensor产品多样。

　　不足：入局较晚，方案/价格缺乏竞争。

　　策略：虽已有客户出货，未来走向不太明朗。

[image: image4.jpg]o
“o

>~ freescale’

semiconductor




　　飞思卡尔半导体(Freescale Semiconductor)是全球领先的半导体公司，全球总部位于美国德州的奥斯汀市。专注于嵌入式处理解决方案。飞思卡尔面向汽车、网络、工业和消费电子市场，提供的技术包括微处理器、微控制器、传感器、模拟集成电路和连接。飞思卡尔的一些主要应用和终端市场包括汽车安全、混合动力和全电动汽车、下一代无线基础设施、智能能源管理、便携式医疗器件、消费电器以及智能移动器件等。在全世界拥有多家设计、研发、制造和销售机构。Gregg Lowe是总裁兼CEO，该公司在纽约证券交易所股票代码(NYSE)：FSL，在2013年投入了7.55亿美元的研发经费，占全年净销售额的18%。

　　6、芯片公司：Rohm
　　产品线：MCU，Sensor，BT

　　优势：产品线丰富，提供低功耗MCU和BT，红外/可见光传感器，子公司Kionix提升MEMS传感器。

　　不足：国内客户资源较少。

　　策略：海外已有可穿戴商业案例，国内尚需积极推动。
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　　罗姆(ROHM)株式会社是全球知名的半导体厂商之一，资本金为86，969百万日元(2014年3月31日现在)，总部所在地设在日本京都市，1958年作为小电子零部件生产商在京都起家的罗姆，于1967年和1969年逐步进入了晶体管、二极管领域和IC等半导体领域。2年后的1971年，罗姆作为第一家进入美国硅谷的日本企业，在硅谷开设了IC设计中心。以当时的企业规模，凭借被称为"超常思维"的创新理念，加之年轻的、充满梦想和激情的员工的艰苦奋斗，罗姆迅速发展。今天作为业内惯例被其它公司所接受。

　　7、芯片公司：Microchip
　　产品线：MCU，BT，存储，触控、手势识别

　　优势：产品线丰富，在传统领域如汽车、工业、医疗及消费类市场都有涉及，正通过积极收购布局物联网。

　　不足：暂时未在可穿戴上有所动作。

　　策略：Microchip已经在嵌入式领域拥有微控制器、模拟混合IC、存储IP以及Wifi、蓝牙模组（外购）等产品，通过收购台湾创杰补充BT产品，布局物联网领域。
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　　美国微芯科技公司，美国微芯半导体Microchip Technology Incorporated是全球领先的单片机和模拟半导体供应商，为全球数以千计的消费类产品提供低风险的产品开发、更低的系统总成本和更快的产品上市时间。Microchip公司自成立以来，就密切关注嵌入控制半导体产品市场。为了占领市场，集中了所有的技术、设计、生产、销售等各方面资源发展了两大拳头产品：PIC8位单片机（MCU）和高品质的串行EEPROM。

　　8、芯片公司：Atmel
　　产品线：MCU，触控、IR，RFID，Wifi

　　优势：产品线丰富，一旦物联网和可穿戴应用起量，潜在机会很大。

　　不足：暂时未在可穿戴上有所动作。

　　策略：Atmel借助Arduino的普及在创客社区比较活跃，但认为目前可穿戴市场不成熟，缺乏创新和时尚元素，暂时没有大动作。
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　　Atmel 公司为全球性的业界领先企业，致力于设计和制造各类微控制器、电容式触摸解决方案、先进逻辑、混合信号、非易失性存储器和射频 (RF) 元件。凭借业界最广泛的知识产权 (IP) 技术组合之一，Atmel 为电子行业提供针对工业、消费、安全、通信、计算和汽车市场的全面的系统解决方案。ATMEL在系统级集成方面所拥有的世界级专业知识和丰富的经验使其产品可以在现有模块的基础上进行开发，保证最小的开发延期和风险。凭借业界最广泛的知识产权（IP）组合，Atmel提供电子系统完整的系统解决方案的厂商。
